
様々なスケール（ＳＥＭ～ＴＥＭ）の３Ｄ構造解析にご対応致します！

ＷＢ接合断面の３Ｄ構造解析
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ＦＩＢ-ＳＥＭを用いた３Ｄ構造解析（ＷＢ接合断面）

例えば
こんなことが出来ます!

１断面目 ５０断面目

１００断面目 １５０断面目

画像
解析

（ボイド部分）
体積：約１８０μｍ３

表面積：約１１００ μｍ３

（ＮＢ５０００） （ＨＤ２３００）

２０μｍ

ＳＴＥＭトモグラフィを用いた３Ｄ構造解析（微細孔側壁の微粒子）

（連続断面ＳＥＭ観察像） （３Ｄ再構築結果）
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（３Ｄ再構築結果）

５μｍ

任意
断面を
取出し

ＦＩＢにてマイクロピラー状試料を作成し、
1～2°刻みで連続回転ＳＴＥＭ観察像
を取得

（任意断面の測長結果）


